
山东天岳先进科技股份有限公司 

投资者关系活动记录表 

证券简称：天岳先进          证券代码：688234         编号：2023-009 

投资者关系活动

类别 

特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 

□业绩说明会 □新闻发布会 □路演 

现场参观 □其他 

参与单位名称 见附件清单 

时间 2023 年 11 月 23 日、2023 年 11 月 24 日 

地点 现场交流及通讯会议 

接待人员 
董事、董事会秘书：钟文庆 
证券事务代表：马晓伟 

投资者关系活动

主要内容介绍 

第一部分：介绍公司相关情况 
简要介绍了公司的发展历程、主要产品及应用领域、2023 年

前三季度经营情况、技术研发进展情况、产能规划布局情况、

客户合作情况、订单签署及履行情况、未来市场机遇及发展

计划等内容。 
 
第二部分：交流环节的主要问题及回复 
 
问题 1：公司与英飞凌合作的情况如何？ 
回复：公司十分高兴能与全球功率半导体领域的领导者英飞

凌展开合作，为英飞凌供应高质量的碳化硅衬底产品。根据

前期英飞凌官网报道，公司将为英飞凌供应高质量并且有竞

争力的 6 英寸碳化硅衬底，第一阶段将侧重于 6 英寸碳化硅

材料，但公司也将助力英飞凌向 8 英寸碳化硅晶圆过渡，供

应量预计将占到英飞凌长期需求量的两位数份额。截至目

前，公司与英飞凌的合作顺利，我们也正在按照订单的约定

交付产品。 
 
问题 2：碳化硅材料未来是否可能会被其他材料替代？ 
回复：我们相信半导体材料肯定是不断往前发展的，每一代

材料都会有自己最合适的利用价值和最合适的市场。我们也

在持续关注未来的材料发展方向，目前来看碳化硅半导体材

料还处于产业化应用的起步阶段，未来的发展空间良好，公

司也将持续加大研发投入、加快产品迭代、提升产品质量，

并积极做好前瞻性技术布局，致力于成为国际宽禁带半导体

行业的领军企业。 
 



问题 3：公司在研发方面有何布局？ 
回复：加强研发创新是公司的既定战略。碳化硅半导体产业

链发展进入快车道，衬底制备是产业链的关键环节，公司为

继续保持在全球技术和产品竞争中的领先优势，持续加强研

发投入。公司在 8 英寸导电型产品产业化研发，液相法等前

瞻技术研发，大尺寸半绝缘产品研发，以及高品质导电型产

品等方面持续加大研发投入，继续加大前沿技术布局，研发

实力不断增强。 
 
问题 4：中期来看，是衬底的公司更有优势还是做器件的公

司会更有优势？ 
回复：我们也关注到市场有很多家企业宣布要做碳化硅衬

底，对此我们是谨慎乐观的态度。乐观的是大家对碳化硅的

认识比较统一，市场上都逐渐了解碳化硅优异的物理性能、

广泛的下游应用领域等等。但另一方面，碳化硅衬底产业不

仅存在一定的资本门槛，更存在着很高的技术门槛，对技术

迭代，经验积累和产业化过程中对产品质量的一致性的要求

都非常高，这将会是很大的挑战。 
公司努力通过技术提升和规模化生产，加快推动碳化硅材料

和技术的渗透应用，在绿色化、低碳化、智能化、电气化时

代，碳化硅将发挥更加重要的作用。 
 

附件清单（如

有） 
参会机构名单 

日期 2023 年 11 月 23 日、2023 年 11 月 24 日 

备注 
参加投资者接待活动中，公司管理层积极回复投资者提出

的问题，回复的内容符合公司《信息披露管理制度》等文

件的规定，回复的信息真实、准确。 

 

件：参会机构名单 

序号 机构 序号 机构 
1 淡水泉 2 嘉实基金 
3 长江养老 4 碧云资本 

 


